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联芸科技（杭州）股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 编号：2026-002 

投资者关系活动类别 

 

☐特定对象调研 ☐分析师会议 

 

☐媒体采访 ☐业绩说明会 

 

☐新闻发布会 ☐路演活动 

 

☐现场参观 

 

其他（2026年一季报电话会议） 

参与单位名称 

财通基金、创金合信基金、景顺长城基金、国联基金、中邮证券、长

盛基金、正圆投资、光大永明、天弘基金、泰康基金、泰康资产、新

华基金、华商基金、英大资产、国金基金、国信证券、华泰证券、招

商证券、麦格理资本 

时间 2026年04月28日15:00-16:00 

地点 公司会议室、电话会议 

上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书：钱晓飞 

投资者关系活动主要内容介

绍 

     1.公司2026年一季度各业务板块的营收拆分情况如何？各产品

线增长情况怎样，业务占比是否延续2025年的趋势？ 

    答：2026年一季度市场环境呈现积极态势，公司PCIe3.0和

PCIe4.0产品营收同比增长，其中PCIe3.0产品同比大幅增长。SATA产

品层面，公司消费级SATA同比小幅下降，环比小幅上涨；企业级

SATA同比大幅上涨。同时，公司PCIe 5.0四通道产品和UFS 3.1产品

一季度实现量产出货，有望成为公司新的增长点。 

    2.公司定向增发预案的后续推进计划是怎样的？本次定增的募

集资金用途是什么？ 

    答：本次定增的募集资金总额为20.62亿元，重点投向企业级PCIe 

Gen6/Gen7、消费级PCIe Gen6及UFS 5.0等新一代存储主控芯片，完

善公司消费级、企业级和嵌入式三大核心市场的全栈产品布局。剩余



资金用于补充流动资金，以满足公司业务发展对营运资金的需求，优

化资本结构，保障公司主营业务持续稳健发展。推进节奏方面，本次

预案已于2026年4月9日通过董事会审议，将于2026年5月11日提交股

东会审议，待股东会审议通过后，公司将尽快推进申报准备工作；同

时结合定增整体推进节奏，逐步有序开展意向投资者的沟通与初步

对接工作，合理统筹相关沟通安排。 

    3.公司2026年的营收预期是多少？有哪些增长驱动因素？ 

    答：公司营收增长受多方面驱动因素影响：1. 消费级产品通过

迭代升级带动单颗芯片价值量提升，叠加市占率增长，带动营收稳健

增长；2. 一季度公司UFS3.1产品量产出货，随着手机客户的不断导

入，逐步贡献营收；3. 企业级业务层面，公司企业级PCIe5.0固态硬

盘主控芯片已经进入量产测试阶段，为后续年度增长奠定基础。 

    4.公司嵌入式主控芯片的布局和进展如何？什么时候能对营收

产生贡献？ 

    答：公司将嵌入式UFS主控芯片定位为继SSD主控后数据存储主

控领域的第二增长曲线。目前，公司首款UFS3.1嵌入式主控芯片已量

产出货，26年开始贡献营收。UFS2.2、UFS4.1产品研发稳步推进。公

司将依托SSD主控的技术积累与客户渠道，打造独立第三方嵌入式存

储主控的核心竞争力。 

    5. 公司合作的主要封装厂有哪些？封装厂涨价对公司成本端的

影响有多大？ 

    答：公司目前主要与位于中国大陆及中国台湾地区的主流封装

厂进行合作，并与其保持了长期稳定的合作关系。截至目前，封装价

格较为稳定；若下半年原材料价格持续上行，封装厂可能会适度调

价。但是，由于封装成本在公司整体BOM成本中占比较低，即便后

续有所调整，对芯片成本端的整体影响较小。 

6. 公司当前的业务重心及未来的业务布局是什么？ 

答：公司作为Fabless集成电路芯片设计企业，始终秉持“产品技

术创新和客户至上”的核心经营理念，持续聚焦数据存储主控芯片与

AIoT信号处理及传输芯片两大核心赛道。具体到数据存储主控芯片

领域，公司近两年将重点投入嵌入式存储主控及企业级存储主控的

研发及产业化，抢抓AI驱动下存储产业升级战略窗口期，持续完善产

品矩阵、提升核心竞争力。 

关于本次活动是否涉及应披

露重大信息的说明 
本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 



附件清单（如有） 无 

日期 2026年4月28日 
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